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^ (54) Title: ABRASIVE SOLUTION AND METHOD FOR CHEMICALLY -MECHANICALLY POLISHING A PRECIOUS 
METAL SURFACE 

1— (54) Bczeichnung: SCHLEIFLOSUNG UND VERFAHREN ZUM CHEMISCH-MECHANISCHEN POLEEREN EINER EDEL- 
^ METALL-OBERFLACHE 

t> 

^ (57) Abstract: The invention relates to an abrasive solution and a method for chemically-mechanicaUy polishing a precious metal 

© surface The inertness of the precious metal surface is efficiendy reduced by adding a complexing agent. 

O 

O (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schleiflosung und ein Verfahren zum chemisch-mechanischen Polieren einer 
> Edelmetall-Oberflache, wobei durch den Zusatz eines Komplexbildners die Inertheit der Edelmetalloberfiache wirksam herabgesetzt 
^ wird. 
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die Schleif teilchen wie z.B. A1 2 0 3 , Si0 2 *und/oder Ceroxid etc. 
enthalten und mit organischen Fliissigkeiten wie Glycerin 
und/oder Polyalkoholen oder Glycerin/Polyalkohol/Wasser Gemi- 
schen eine Suspension bilden, nur sehr schwer zu polieren 
5 sind. Dies kommt daher, daft der Poliervorgang hier in erster 
Linie auf mechanische Weise erfolgt wodurch nur ein geringer 
Abtrag erreicht wird. Derartige Schleif losungen sind bei- 
spielsweise aus US 5,527,423; US 5,728,308; US 5,244,534; US 
5,783,489; Hoshino et al . , "Chemical-Mechanical Polishing of 
10 ' Metalorganic Chemical-Vapor-Deposited Gold for LSI Intercon- 
nection", Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 32 (1993), S. L392-L394. 
sowie aus dem Fachbuch von Steigerwald et al., "Chemical Me- 
chanical Planarization of Microelectronic Materials", Wiley 
1997 bekannt. 

. Allgemein wird bei bekannten Schleif enverfahren .fur unedlere 
Metalloberf lachen (wie z.B. Wolfram) der Slurry noch ein Oxi- 
dationsmittel zugesetzt, urn die Metalloberf lache zu oxidieren 
• und so durch eine zusatzliche chemische Komponente den Po- 

20 liervorgang zu beschleunigen. Bei den genannten neuen Elekt- 
rodenmaterialien sind die herkommlichen Slurries wegen deren 
niedriger Abtragsrate praktisch. nicht verwendbar,- weil die 
zu schleifende Oberflache chemisch inert ist und die zuge- 
setzten Oxidationsmittel , wenn uberhaupt, nur sehr langsam 

25 abreagieren. Der Abtrag' erfolgt so in erster Linie auf mecha- 
nische Weise. Dies kann aufgrund des geringen Abtrags zu sehr 
langen Prozesszeiten fiihren, bis - beispielsweise - eine 
Planarisierung einer Elektrode fur eine Gigabit DRAM Spei- 
cherzelle mit CMP durchgefuhrt ist. Ferner besteht die Gefahr 

30 der Bildung von Defekten (Kratzer) auf der zu polierenden O- 
- berf lache . 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, eine 
Schleif losung und ein Verfahren zum chemisch mechanischen Po- 
35 lieren einer Edelmetalloberf lache mit verbesserten Abtragsra- 
ten zur Verfiigung zu stellen. 
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sowie Oxidationsmittel besser mit der Metalloberf lache bzw. 

mit mechanisch von der OberflSche entfernten Metallteilchen 
in Kontakt treten konnen. 

5 Bei dem Verfahren wird durch Einsatz geeigneter Komplexbild- 
ner das Gleichgewicht zwischen dem Edelmetall in elementarer 
Form und seinen Ionen in der Losung zugunsten der Neubildung 
von Ionen (z.B. Pt 2+ ) verschoben.- Das Oxidationspotential des 
Edelmetalls in der Losung wird durch die Veringerung der Me- 
10 tallionenkonzentration durch Komplexierung abgesenkt, so wie 
das z.B. bei- der Auf losung metallischen Goldes durch Cyanid- 
lauge geschieht. Bei einem Edelmetall mit erniedri'gtem Oxida- , 
tionspotential ist eine chemisch mechanische Politur schnel- 
ler abgeschlossen, weil eine Reaktion'der Oberf lache sowie 
15 abgetragener Teilchen des Edelmetalls mit dem eingeset zten 

Oxidationsmittel schneller ablauft oder erst ermoglicht wird. 
Ferner wird der Einsatz von schwacheren, weniger aggressiven 
Oxidationsmitteln moglich. Dies wiederum wirkt sich u.U. vor- 
teilhaft auf die Lebensdauer von -An la gen sowie Arbeitsschut z- 
.20 mafinahmen aus. 

Die Komplexbildner ' halten ferner das abgetragene Edelmetall 
in Losung, so dafi Redeposit ionen des abgetragenen Metalls o- 
der von Metallverbindungen. verhindert werden. 

25 

Die Wahl des Komplexbildners ist von der Art der zu polieren- 
den Oberf lache abhangig. Der Komplexbildner soli die Metall- 
atome, die an der Oberf lache des zu polierenden Elements sit- 
zen, sowie abgetragene Metallatome schnell und dauerhaft (als 
30 . Metallionen) binden. 

Zu jedem Edelmetall und jeder Edelmetallegierung, die vorlie- 
gend als Material des zu polierenden Elements in Frage kom- 
men, gibt es in. der Literatur viele Angaben uber gute Kom- 
35 plexbildner in saurem oder basi'schem Milieu. Seit langem be- 
wahrt sind mehrzahnige Liganden (wie z.B. das EDTA) , die uber 
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Patentanspruche 

1. Schleif losung zum chemisch mechanischen Polieren einer E- 
delmetalloberf lache, die neben Schleif partikeln in organi- 

5 scher und/oder wassriger Suspension noch ein Oxidationsmittel 
und/oder einen Komplexbildner enthalt. 

2. Schleif losung nach Anspruch 1, die als Oxidationsmittel 
Sauerstoff, Ozon, Wasserstof f peroxid, Peroxodisulf at , Hypoch- 

10 lorit, Chlorat, Perchlorat, Bromat, Jodat, Permanganat , Chro- 
mat, Eisen ( III ) verbindungen, Konigswasser und/oder Chrom- 
schwefelsaure enthalt. 

3. Schleif losung nach einem der Anspruche 1 oder. 2, die als 
15 Komplexbildner Ethylendiamintetraessigsaure (EDTA) , einen 

Kronenether, st ickstof f halt ige Makrocyclen, Zitronens^ure, 
Chlorid, Bromid und/oder Cyanid . enthalt . 

4. Schleif losung nach einem der vorstehenden Anspruche, die 
20 noch ein Tensid enthalt. 

5. Verfahren zum chemisch mechanischen Polieren einer Edelme- 
talloberf lache, bei dem das Oxidationspotent ial des Edelme- 
talls in der Schleif losung uber die Verschiebung des Gleich- 

" 25 gewichts zwischen dem Edelmetall in elementarer und in iono- 
gener und/oder komplexierter Form erniedrigt wird. 
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